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Fort de notre expérience de plus de 40 années
dans la distribution de produits chimiques de
spécialité, nous sommes en position de satis-
faire les besoins du marché, des plus simples
aux plus sophistiqués.

La flexibilité et la réactivité nous caractérisent
tout comme notre expertise qui vient enri-
chir celle des industriels.

Nous sommes les seuls a offrir la profondeur
des chimies, structurée selon cing univers :
lubrification spéciale, collage & étanchéité,
protection électrique & électronique, com-
posites, modeles & moulage

Représentant les intéréts des plus grands ac-
teurs mondiaux, nous avons pour ambition
de repousser le champ des possibles avec
l'offre de produits chimiques de spécialités
du marché la plus étendue.

Notre contribution repose sur trois principes
fondamentaux : une qualité de service irré-
prochable, une offre novatrice et la forte va-
leur ajoutée de notre démarche conseil qui
ne se limite pas aux produits.

Chez Samaro, nous sommes fiers
d’accompagner votre réussite.

Samaro® édite régulierement des guides de
sélection spécialisés dans différents secteurs
d‘activité ainsi que sur différentes chimies /
technologies. Ce guide de sélection des
produits liés au thermal management
(gestion de la conductivité thermique) a
pour but de vous orienter vers des
solutions déja éprouvées dans lindustrie.
Chaque application étant différente, nous
vous conseillons, en cas de doute, de nous
contacter, afin que nos experts techniques
puissent vous apporter le support adapté
a l'exigence de votre application. Samaro®
vous propose dans les pages suivantes une
liste non exhaustive de produits classés
par type de solution: thermal pads, compounds,
encapsulants thermo-conducteurs, printable
pads, adhésifs thermo-conducteurs et
matériaux a changement de phase (PCM).

Notre service technique reste a votre disposition pour tout complément d’'information au +33 (0)426 680 680.

Le Thermal Management:

En 1965, Gordon MOORE, cofondateur d’Intel,
a observé que tous les 1.5 / 2 ans environ,
le nombre de transistors doublait sur une
méme surface de circuit imprimé. Cette Loi
de Moore a duré plus de 45 ans et est encore
assez précise, et s'est élargie pour inclure de
nombreuses technologies électroniques.

Comme les appareils électroniques
deviennent de plus en plus puissants tout
en étant de plus en plus petits, les puces et
autres composants dégagent de plus en

plus d'énergie calorique.

Au dessus d’'une température de consigne,
la chaleur dégrade les performances du
composant et peut éventuellement ralentir
voire endommager le dispositif.

Le thermal management (gestion de la
température) est donc nécessaire a toute
application électronique.

Afin d'évacuer cette chaleur, I'utilisation de
dissipateur thermique est nécessaire. La
surface métallique de ces produits, méme

polie, conserve une certaine rugosité, le
contact entre le composant et le dissipateur
n'est donc jamais de 100% et il reste un
espace entre les deux surfaces.

Pour combler cet espace, on utilise
conjointement avec le dissipateur,
un matériau d'interface thermique pour
assurer un contact optimum entre le
dissipateur et la source de chaleur,
permettant une conductivité thermique plus
efficace.
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Calcul de la résistance thermique
d’un ensemble, RTIM :

kTIM
BLT = Epaisseur du Matériau d'interface thermique (TIM)
k= Conductivité thermique
R = Résistance de contact entre le matériau d'interface

+ Ra+ R.:

thermique et les deux surfaces

.

Objectif > Réduire RTIM

« Augmenter la conductivité thermique du TIM (KTIM)
« Réduire I'épaisseur du matériau d'interface thermique (BLT)
« Réduire les résistances de contact (Rc)



Adhésifs Thermo-Conducteurs

Les adhésifs thermo-conducteurs ont les mémes
avantages que les adhésifs standards avec
en plus la caractéristique de conductivité
thermique.

Ces adhésifs sont utilisés quand une liaison per-
manente est souhaitée, ou une fixation mécanique
n'est pas possible ou indésirable, ou des mou-
vements thermiques sont nécessaires a
I'articulation du lien, et ou il est peu probable d'avoir

e L L
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une opération de maintenance, ou que des retouches
soient nécessaires.

Les adhésifs thermo-conducteurs sont par-
faitement adaptés dans des applications de
collage de composants de puissance, de dis-
sipateurs de chaleur, ainsi que pour d'autres
applications ou la flexibilité et la conductivité ther-
mique sont des préoccupations majeures.

DOW CORNING

Permabond’ ELECTROLUBE

Ergineering Adhesi

Les versions fluides polymérisant a chaud sont
également adaptées pour les transformateurs, les
alimentations, les bobines et autres appareils
électroniques ol une conductivité thermique amé-
liorée est nécessaire.

Les silicones générent trés peu de stress au ni-
veau des composants méme lorsqu'ils contiennent
des charges conductricesthermiques.

Polymérisation a température ambiante (RTV]

Conductivité - . . | Résistance . Plage de Rigidité
- . Viscosité Dureté | . . Elongation 7 . . .
Propriétés Thermique e Shore | @ la traction (%) température | Diélectrique | Conditionnements
(W/m.K) ’ (MPa) ? (°C) (kV/mm)
SILICONE
PIHECT el  Blanc - Mono composant - T T .
SE4485 Norme : UL94 V-0 2,8 NA A90 3,4 20 45°C  +200°C 19 Cartouche: 330ml
Dow Corning® Blanc - Mono composant W
o o he: |
SE4485L «Haute rigidité diélectrique 2,2 NA A9 31 2 -45"C - +200°C 38 Cartouche: 330m
Dow Corning® i Tube: 250g
SE 4486 CV Blanc « Mono composant 1,6 19 600 A81 39 43 45°C  +200°C 20 Cartouche: 330 ml
DowiComninay Blanc - Mono composant 1,55 NA A82 2,7 NC w 18 Cartouche : 330ml
TC-1500
. >—_—< Tube: 200g
Ezﬁz;g‘mg Blanc - Mono composant 0,92 108 000 A76 41 77 45°C  +200°C 14,6 Cartouche: 330ml
Tonnelet : 20 kg
Dow Corning® Gris « Mono composant « *
o o he: |
SE 4422 Norme : UL94 V-1 0,9 200000 A68 51 130 45°C  +200°C 14,3 Cartouche: 330m
Dow Corning® Blanc - Mono composant « i .
EA9189H Norme : UL94 V-0 0,88 NA A80 39 32 45°C  +200°C 28 Cartouche: 330ml
UL Blanc - Mono composant - Emn . Tuber2
SE9184 Norme : UL94 V-0 0,84 — A74 32 60 45°C  +200°C 20 ube: 200g
EPOXY
Jaune « Bi-composant
Permabond® (2:1) « Epoxy hybride «
- = o o - Cartouche: 400ml
MT3826 Souple « Temps de 1,4-1,6 350000 AS55 1-2 >80 40°C  +150°C 18-20 artouche: 400m
manipulation : 2-3h
Electrolube® Blanc - Bi-composant « ;
, 00 o S : 20ml
TBS Tps de manipulation :8 h 11 NA D90 22 NC 40°C  +120°C 1 eringue: 20m
ACRYLIQUE
Blanc - Mono composant
Permabond® 200 000 -
TA4392 . -Temps de . 1,11 400 000 D65 15-20 1,5 55°C  +100°C 25-30 Cartouche : 300ml
manipulation : 2-3 min




Adhésifs Thermo-Conducteurs

Les adhésifs époxydes et acryliques sont
recommandés pour des assemblages
structuraux et semi-structuraux sur une large
variété de substrats.

Disponibles en bi-composants pour polymérisation
atempérature ambiante ou en mono-composant

pour polymérisation a chaud, ils assureront
une haute résistance au cisaillement et/ou au
pelage. Lajout de charges thermo-conduc-
trices leur permet d'obtenir des coefficients de
conductivité thermique importants.

Lexcellente résistance chimique des résines

Electronics
Solutions

Polymérisation a chaud

DOW CORNING

Engineering Adhesives

époxies les rend appropriées aux conditions
environnementales sévéres.

Les colles acryliques Permabond disposent
d'un temps de fixation trés rapide permettant
ainsi un rendement important.

3 '

Conductivité L . | Résistance a . Plage de Rigidité
s N Viscosité | Dureté . Elongation Temps de " ” X -
Propriétés Thermique (mPas) | Shore la traction %) prérisation température |Diélectrique| Conditionnements
(W/m.K) ; (MPa) po (°C) (kV/mm)
SILICONE
. Rouge - L
Dow Corning® . 30mina125°C | I Kits: 2x 450g « 2 Kg +
TC-2035 Bl—co(r1n.[.1x))sant 3,3 125 000 A95 3,6 43 10 min 3 150°C | 40°C  +200°C 21 3,2Kg - 50 Kg
Dow Corning™ g oo t 2,7 220000 | A92 47 0 | eominaisoc | D, Kits: 2x610ml - 2Kg
1C-2030 I{O(TI:lx))San ' ' mine 4sC 00 -50Kg
Dow Corning® Gris  Mono I o w Boite: kg
e composant 1,92 66 000 A95 6,7 46 30mina 150°C | _45°C  +200°C 22 Tonnelet : 20 kg
s Gris » Mono ’—_—‘ X
DowCorning e —-— 18 61000 | A92 6.2 20 | 90Mina100°C | Lo R 167 %ﬁiﬁg?fgg 133:(‘;’
Norme :UL94V-0 ’
Gris » Mono
. composant «
Dow Corning® . . . i Cartouches: 75ml+1,5kg
1-4174 Avesekilrlées de 1,78 62300 A92 6,2 22 90 mina 100°C | _45°C  +200°C 16 Tonnelet: 10 kg -30kg
Norme :UL%4V-0
Dow Corning® Gris « Mono . o i Tube: 75g
3-6752 composant 1,7 81 000 A87 3,76 15 3 mina 150°c -45°C +200°C 15,7 Tonnelet: 10kg
. Gris « Bi-compo- >___< o
P sant (1:1) - Avec 11 10120 | A69 28 36 | 10mina150°C | ggoc wstoec 18| ke 12k
billes de verre '
Brous Corifine Gris « Bi-com- »—_—1
3_:7 51 g posant (1:1) - 1 9300 A68 28 36 10mina150°C | gsec 3200°C 18 Kit: 1kg - 12kg - 54kg
Norme :UL94V-0
Dow Corning™ I8 Gr:s. nt 08 50000 | A67 415 120 | 30minatsoec | DN Kits: 210 ml - 2kg -
Q1-9226 ! c‘a f;)sa " ' e -45°C +200°C 4kg - 16kg - 60kg
EPOXY
Permabond® Noir - Mono 600 000 - 60 min a 130°C
ES578 composant 13 gooooo | D84 | 3540 2 |30minatsoic | 40°C wasoc | 177 Cartouche: 320mi
240 min a 100°C
Permabond® Ivoire « Mono 60 000 - 60 min a 120°C
ES579 composant 13 90 000 D82 45 15 45minutesa150°C | 40°C  +150°C 17.7 Cartouche: 320ml
20minutesa180°C
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THE SOLUTIONS PEOPLE

Ce sont les matériaux thermo-conducteurs les
plus couramment utilisés. Faciles a manipuler et ne
nécessitant pas de polymérisation, ils sont utili-
sés pour des applications nécessitant une forte
conductivité thermique, ils disposent d'une
faible résistance thermique et se retirent aisé-
ment lors des opérations de maintenance. En
général, ces matériaux sont utilisés pour des
sources de chaleur ayant une petite surface,
comme les circuits intégrés. Ces produits néces-
sitent une fixation mécanique pour conserver
une épaisseur qui est généralement inférieure a
50 microns.

Conductivite | 'mPédance | , Rigidité
s A thermique | Viscosité | Plage detempérature - . "
Propriétés Thermique 3 40 psi (MPa.s) en continu (°C) Diélectrique Conditionnements
(W/m.K) avp : (kv/mm)
(°C.cm®/W)
Dow Corning® HF . f .
TC-5622 Silicone - Gris 43 0,06 95000 50°C  +177°C NC Pot: Tkg
Electrolube® Huile non-siliconée « T Cartouche: 700g
HTCPX Blanc 3,4 NC 606 000 -50°C +130°C 42 Pot: 25 kg
Dow Corning® - @ w Cartouche: 1kg
Tz‘j"535”1“ d Silicone « Gris 33 0,25 300000 50°C  +177°C 6,3 Torimaln 20
Electrolube® Huile non-siliconée - _
HTCPX-LV Blanc 3 NC 45 000 -50°C +130°C 42 Pot: 12,5 kg
Dow Corning® - . W
TC-5121C Silicone - Gris 2,8 0,09 79 000 50°C  +177°C 1.9 Pot: Tkg - 25 kg
Electrolube® Huile non-siliconée SR 0 ATl

2,5 NC 101 000 -_50°C +130°C 42 Cartouche: 700g

A1 Blanc Pots: 1 Kg « 25 kg
Dow Corning® AF W .
SE 4490 CV Silicone « Blanc 1,9 0,77 520000 50°C  +177°C 4 Pot: Tkg
. i ‘o »—_—o—< Seringue: 35ml
Electrolube* Al ”"B’I‘ Sizznts 1,35 NC 127 000 S 30C 42 Pot: 1kg
HTCX GIne Cartouche: 700g
Dow Corning® - T i
TC-5080 Silicone « Blanc 1 0,2 836 000 50°C  +177°C 8,7 Pot: 1kg
. T o »—_—0—1 Seringues: 2ml+ 10ml <20 ml+35ml
Electrolube® Huile n%? siliconée 0,9 NC 202 000 Bocc 30 42 Cartouche: 700g
anc
HTC Pots: kg « 12,5 kg « 25kg
Dow Corning® P W - 1k
SC102 Silicone « Blanc 0,9 0,62 29000 50°C  +177°C 2 Pot: 1kg
el Silicone - Blanc 0,67 0,16 sazo00 | o 8 Tube: 1009
340 Heat Sink Compound ' ' SWE e Pot: 10kg




Printable Pads

Les Printable Pads sont des versions cou-
lables ou applicables par sérigraphie et non
polymérisées des Thermal Pads. Ils per-

en évitant le surcot lié a la découpe. Une
fois polymérisés, on retrouve les caractéristiques
spécifiques des Thermal Pads. Lépaisseur maxi-

Electronics
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mum est de Tmm en lien avec leur faible visco-
sité, mais peut étre supérieure via |'utilisation de
moules.

mettent de réaliser des Thermal Pads a facon

" Conduc.tIVIte Viscosité | Dureté Temps de Plage de .I12|g|d|.te -,
Propriétés Thermique (i70) Shore olymérisation | température (°C) Diélectrique | Conditionnements
(W/m.K) ' = P (kV/mm)
T S— Silicone Bleu « Bi-composant (1:1) 24h a 25°C -
TC-4026 J + Avec billes de verre* « 2,5 70 000 0050 | 40mina75°C 45°C  +200°C 18 Kits: 2kg « 10kg « 40 kg
Normes UL94 V-0 & UL RTI 150°C 15 min a 100°C
o . 24h a 25°C
Dow Corning® Silicone Bleu + Bi-composant (1:1) « it W Kits: 2kq « 10kq » 40 k
1C-4025 Normes : UL94 V-0 & UL RTI 150°C 25 70000 | 0050 1450;2:‘";17050% A45°C - +200°C 18 15:2kg+ 10kg =40 kg
E—— Silicone Bleu « Bi-composant (1:1) 24h a 25°C i
TC-4016 2 « Avec billes de verre* « 1,7 103000 | OO50 | 48 mina75°C 45°C  +200°C 18 Kits: 2kg « 10kg « 40 kg
Normes : UL94 V-0 & UL RTI 150°C 16 min a 100°C
24h a 25°C
DI Silicone Bleu - Bi-composant (1:1) « g N -
TC-4015 Normes : UL94V-0 & UL RTI 150°C 17 103000 | 0050 1468mmi'n”;170505c 45°C  +200°C 18 Kits: 2kg + 10kg + 40 kg

Liquid Gap Filling Materials

Les Gap Filler liquides sont des versions
thixotropes des Printable Pads. Ces ma-
tériaux offrent une large possibilité d’épais-
seurs variant de 150p a 5 mm grace a leur

consistance gel, consistance qui permet éga-
lement une dépose verticale sans risque de
coulée. Une fois polymérisés, ils bénéficient d'une
compression importante et d'une faible dureté

les rendant adaptés aux applications nécessitant
une conductivité thermique importante ainsi
gu'une résistance aux vibrations (réduction du
stress sur les composants).

Conductivité Viscosité | Dureté Tos de Plage de Rigidité
Propriétés Thermique [ Shore ol n‘:érisation température Diélectrique Conditionnements
(W/m.K) : POy, C) (KV/mm)
o Silicone « Bleu « 120 mina25°C Cartouche: 20 0z (3,2kg)
[Diavy Gariaiinie Bi-composant (1:1) « 2,5 217000 | 0055 | 20mina50°C | lsoc T m1s0°C 18 K;-rf;ﬁge' 021529
TC-4525 Norme: UL94 V-0 10 min & 80°C '
Silicone « Bleu « N
120mina 25°C
Dow Corning® Bi-composant (1:1) « e Cartouche: 20 oz (3,2kg)
TC-4525GB Norme: UL94 V-0« 2,5 2170005 0055 fg 2:: g ggog -45°C +150°C 18 Kit: 40 kg
Avec Billes de verre (180pum)*
o Silicone « Bleu « 150 min a
e Bi-composant (1:1) « 1,5 180000 | 0055 25°C anec 50 15,8 Kits: 2kg - 40kg
TC-4515 Norme : UL94 V-0" 30 min 4 80°C
Silicone « Bleu « 150 min &
Dow Corning® Bi-composant (1:1) « o _ )
) Norme- UL9AV.0 1,5 180000 | 0055 “ mzls acso"c e s 15,8 Kits: 2kg - 40kg
Avec billes de verre (180um)

*Billes de verre : Leur ajout permet un meilleur contréle de I'épaisseur lors de la dépose de l'interface thermique.



Thermal Pads

Les Thermal Pads sont, en général, des sili-
cones souples précuits disponibles sous diffé-
rentes épaisseurs et conductivités thermiques
mais des versions sans silicone sont disponibles
pour des applications dans lesquelles cette tech-
nologie ne peut étre utilisée. lls ne néces-

ELECTROLUBE

THE SCLUTIONS PEOPLE

sitent aucune polymérisation et sont idéals
lorsque les surfaces sont assez planes et ol I'épais-
seur de l'interface thermique sera supérieure a
100 microns. La compression ainsi que le fait
que ces matériaux soient déja polymé-
risés permettent a ces matériaux d'interface

afTlm
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thermique (TIM) de conserver leurs formes
préétablies. IIs sont faciles a déposer mais aussi
a décoller, et sont idéals pour des applications ou
les opérations de maintenance sont prévues.

Conductivité Rigidité . . Nombre faces . .
R A 2 L . Epaisseur Renforcé - Dimensions
Propriétés thermique Dureté Diélectrique i) UL94 fibre de verre adhésives ackaging feuille*
(W/m.K) (kV/mm) (option) packaging
Stacem® - . N "
TH-1950 Silicone « Gris 11 0050 0.18 05a3 V-1 Option 2 228,6x228,6mm
Stacem® an . 5 q
TH-1940 Silicone  Gris 7 0050 0.18 05a3 V-0 Option 2 228,6x228,6mm
Stacem® am a n
TH-1880 Silicone « Jaune 6 0070 5 0,25a5 HB Option 2 228,6x228,6mm
Stacem® - . s "
TH-1860 Silicone « Violet 3,2 0045 5 05a5 HB Option 2 228,6x228,6mm
Stacem® - R .
TH-1870 Silicone « Blanc 3,2 0045 5 025a5 X Option 2 304,8x406,4mm
Stacem® - . 5 A
TH-1850 Silicone « Violet 3 0040 6 0,5a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Stacem® - . R n
TH-1851 Silicone « Violet 3 0025 6 05a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Saint-Gobain®
ThermaCool Silicone ¢ Bleu 3 0050 10 0,5a6,3 V-0 Option 2 609,6 x 609.6mm
TC3008
Stacem® - 5 q
TH-1840 Silicone ¢ Rose 2,5 0040 6 0,5a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Stacem® Polyuréthane R .
TH-1620 « Gris 2 0060 10 05a5 HB Option 2 304,8x406,4mm
Saint-Gobain®
ThermaCool Silicone « Violet 1,6 0035 10 05a6,3 V-0 Option 2 609,6 x 609.6mm
TC2006
Stacem® an . 2 q
TH-1820 Silicone ¢ Gris 1,5 0060 10 0,25a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Stacem® - 5 .
TH-1830 Silicone « Bleu 1,5 0020 6 0,5a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Stacem® - R "
TH-1810 Silicone « Bleu 1,2 0060 6 0,25a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Saint-Gobain®
ThermaCool Silicone  Vert 1,1 0035 10 0,5a6,3 V-0 Option 2 609,6 x 609.6mm
TC3006
Stacem® an 5 A
TH-1800 Silicone « Bleu 1 0010 6 0,5a5 V-0 Option 2 304,8x406,4mm
Stacem® Silicone « Blanc/ N
TH-1100 Rose 1 005 6 05a10 V-0 X 2 210 x 300mm

*Découpe selon plan : Nous consulter




Thermal Pads
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Electrolube®
GP500

Electrolube®
GP300

Electrolube®
NGP300

Tecnite®
DT25

Electrolube®
NGP200

Tecnite®
DT20

Tecnite®
DT15

Saint-Gobain®
ThermaCool
TC100

Tecnite®
DT12

Tecnite®
DT10

Tecnite®

Conductivité Rigidité Epaisseur Renforcé Nombre faces Dimensions
Propriétés thermique Dureté Diélectrique p(mm) UL9%4 fibre de verre adhésives packaging
(W/m.K) (kV/mm) (option) feuille*
Silicone «Blanc 5 A 68-83 7 05a2 Non X X 200x400mm
Silicone «Bleu 3 A73 7.5 0,5a14 Non X X 200x200mm
Non Silicone « .
Gris 3 A68 12 03a3 Non X 2 200x200mm
- N 200x400mm
Silicone « Jaune 2,5 A53 >5 05a5 V-0 X 2 P ——
Non Silicone « R
Gris 2 A68 8 03a3 Non X 2 200x200mm
- . 5 200x400mm
Silicone « Gris 2 A53 >6 05a6 V-0 X 2 P
Silicone « Gris 1,5 A53 >5 05a12 V-0 X 2 200x400mm
Silicone « Bleu 1,3 A65 10 06a16 HB X X 457 x 914mm
Silicone « Rose 1,2 A42 >6,5 05a12 V-0 X 2 200x400mm
SUITOLELE 1 A32 >6 05412 V-0 2 200x400mm
/ Rose
- . a 200x400mm
Silicone ¢ Gris 0,8 A430uA62 >4 0,5a12 V-0 X 2 330x330mm

UDTO08

Interfaces thermiques

Les interfaces thermiques sont des films
précuits, généralement en silicone, pouvant

isolants électriques et peuvent étre livrés
avec un adhésif thermo-conducteur. Tout

répétabilité du montage a la différence qu'ils
sont disponibles dans de plus fines

étre renforcés par des fibres de verre. lls sont  comme les Thermal Pads, ils permettent une  épaisseurs.
Conductivité Rigidité . . Nombre faces ] 5
s e s . L . Epaisseur Renforcé - Dimensions
Propriétés thermique Dureté Diélectrique Giitin) UL94 fibre de verre adhésives ckading rouleau*
(W/m.K) (kV/mm) (option) packaging
Stacem® Polyuréthane - R o
TH-2900 Bleu 6 A70 20 01403 X X 2 470mm x 1m a 25m
Stacem® - 5 .
TH-2200 Silicone -Blanc 5 A80 20 0252076 | V-0 v 2 Feuille 2286 x228.6mm
Stacem® - 5 . o
TH-2500 Silicone « Rose 3,5 A75 6 0,12530,5 V-0 Option 2 500mm x 1m a 25m
Stacem® TH 5 . N
TH-2300 Silicone - Blanc 2,5 A75 6 0,125a0,5 | V-0 Option 2 500mm x 1m & 25m
Stacem® am 5 q N
TH-2370 Silicone « Vert 1,8 A69 23 0,125a0,5 V-0 Option 2 500mm x 1Tm a 25m
Stacem Polyuréthane - 1,8 A85 25 015et03 | X x x 470mm x 1m & 25m
TH-2800 Bleu ! b 4
Tecnite® TH .
DTI120 Silicone « Gris 1,8 A 80 >6 0,23 V-0 2 300mm X 50m
Tecnite® .
DTIS0S Silicone - Rouge 1,6 A75 >5 0,23 V-0 v 5 300mm x 50m
Stacem® - 5 5
TH 2100 Silicone « Bleu 1,2 A70 6 0232045 | V-0 v 2 300mm x 1m & 50m
Tecnite® TH .
DTI23G Silicone « Gris 0,8 0075 >4 0,23 V-0 ‘/ 5 300mmix50m
Tecnite® - A
DTI30G izl 08 0075 >4 03 V-0 v 2 300mm x 50m
Tecnite® - .
DTI45G siliceneiGris 0,8 0075 >4 0,45 V-0 v 2 300mm x 50m

*Découpe selon plan : Nous consulter




Matériaux a changement de phase ELECT

Les matériaux a changement de phase (PCM)
sont des matériaux d'interface thermique (TIM)

posant et son radiateur. Faciles a déposer, ils
se ramollissent lorsque la température du

ROLUBE

ONS PEOPLE

T .
SAINT-GOBAIN

Tecmnite

des substrats avec lesquels ils sont en contact,
permettant ainsi une trés faible résistance

polymérisés et utilisés pour réduire au maxi- composant est comprise entre 45°C et 65°C, thermique.
mum la résistance thermique entre un com- épousant ainsi parfaitement I'état de surface
Conductivité Impédance Température | Tension de .
s R : N . Plage de tenue | Epaisseur -
Propriétés Couleur | thermique | thermique a 50psi | changementde| claquage en température (mm) Conditionnements
(W/m.K) (eC-In/W) phase (kV) P

Electrolube® Screen printable
TPM550 Polymérisation:8ha25°C |  Gris 55 0,025 +45°C NC 40°C  +125°C - Pot de 1 kg

/2h a 60°C
S Cire EPDM Gri 4 0,081 50°C 3 +65°C 04 0127 Tl
TH-4731 LS ris / TEEE g -40°C  +130°C d 304,8x406,4 mm
Stacem® . . o o Feuille* :
TH-4732 Cire EPDM Gris 4 0,082 +50°C a +65°C 0,4 -40°C +130°C 0,254 304,8x406,4 mm
Stacem® . . AR o Feuille* :
TH-4733 Cire EPDM Gris 4 0,085 +50°C a +65°C 0,4 -40°C +130°C 0,38 304,8x406,4 mm
Stacem® . . PN o Feuille* :
TH-4734 Cire EPDM Gris 4 0,087 +50°Ca +65°C 04 40°C  +130°C 0,5 304,8x406.4 mm
Electrolube® Screen printable
TPM350 Polymérisation:8ha 25°C |  Gris 3,5 0.8 +50°C NC 40°C  4125°C - Pot de 1 kg

/2h a60°C
S Cire EPDM BI 25 0,025 50°C 3 +65°C 2 0127 Tl
TH-4081 LS anc , / TEUCE -40°C  +130°C d 304,8x406,4 mm
Stacem® . o s o Feuille* :
TH-3082 Cire EPDM Blanc 2,5 0,079 +50°C & +65°C 2 goc S30c | 0254 3048x406.4 mm
Stacem® . o s o Feuille* :
TH-4083 Cire EPDM Blanc 2,5 0,088 +50°C a +65°C 2 -40°C +130°C 0,508 304,8x406,4 mm

Adhésifs Thermiques

Les adhésifs thermiques sont des adhésifs

double faces thermo-conducteurs. lls

parfaitement adaptés dans des applications

saire, et ou une fixation mécanique ne

Stacem®
TH-7090

Stacem®
TH-7120

Tecnite®

DTT12

Stacem®
TH-7250

Tecnite®
DTT60

Saint-Gobain®
ThermaCool K271

Saint-Gobain®

sont ouU la conductivité thermique est néces- peut étre utilisée.
Conductivité Rigidité . . Dimensions
s R . . - Epaisseur Renforcé Nombre faces .
Propriétés thermique Dureté Diélectrique i) UL94 fibre de verre adhésives packaging
(W/m.K) (kV/mm) rouleau*®
Adhésif Acrylique « Noir 1,4 A 45 16 03 V-0 X 2 300 mm x 50 m
Adhésif Acrylique « Blanc 1,3 NC 13 0’1.50'50'3 X 2 1Tmx50m
Adhésif Acrylique « Blanc 1,2 A45 >3 0152020+ 4 2  E
0.25 (ep 0,25)
- . 0,150,3
Adhésif Acrylique « Blanc 1 NC 24 e V-0 X 2 400 mm x 25 m
- . 0,15¢0,20 «
Adhésif Acrylique « Blanc 1 A 45 >2 0,25 0,30 X \/ 2 500 mm x 100 m
Kapton & Silicone « . 406,4 mm x 16,45m
Blanc / Vert 0.6 N 7kvag,114mm e x X ! 25,4 mm x 16,45 m
AR R 406,4 mm x 16,45 m
Kapton & Silicone « Blanc 0,4 NC 65kvan,127mm 0,127 X X 2 254 mm x 16,45m

ThermaCool K275

Interfaces Graphites

Les interfaces graphites sont des matériaux
composés de graphite naturel a trés haute

densité. lls sont a la fois conducteur
thermique et électrique dans les 3 axes

Stacem®
TH-3901

Stacem®
TH-3903

Stacem®

TH-3401

Stacem®
TH-3402

Stacem®
TH-3404

(x-y-2). lls conviennent parfaitement comme
alternative économique au cuivre.

Conductivité Conductivité Impédance Résistance a la . Dimensions
s s N R . . . Epaisseur .
Propriétés thermique thermique thermique Dureté traction i) packaging
(W/m.K) en x-y (W/m.K)en z (°C-In>/W) (N/mm?) Rouleau*
Graphite « Noir >500 7,5 0,05 D 25-35 10 0,15 500 x 500mm
Graphite « Noir >500 7,5 0,05 D 25-35 10 0,29 500 x 500mm
. . Rouleau
Graphite « Gris 140 2,5 0,03 D 25-35 5 0,15 (1= 1200)
. . Rouleau
Graphite « Gris 140 2,5 0,06 D 25-35 5 0,25 (1= 1200)
. . Rouleau
Graphite  Gris 140 2,5 0,11 D 25-35 5 0,5 (= 1200)

*Découpe selon plan : Nous consulter
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Les encapsulants contiennent des charges ther-  une faible viscosité permettant le remplissage dissiper la chaleur vers les boitiers métalliques
mo-conductrices. Malgré cela, ces produits ont rapide et complet de piéces. lls permettent de  des appareils.

s Conduc?mte Viscosité | Dureté Temps de Plage de ,Blgld!te -,
Propriétés Thermique (mPas) | Shore olymérisation | température (°C) Diélectrique | Conditionnements
(W/m.K) : . P (kV/mm)
POLYMERISATION A TEMPERATURE AMBIANTE ET ACCELERABLE A CHAUD
EPOXY

Electrolube® ) . . 24ha23°C I Resin Pack: 250g

ER2220 Grise « Bi-Composant (20.81:1) 1,54 15000 | D90 4h 3 60°C 40°C  +130°C 10 Kit: 5 kg

Electrolube® - . 24h a 23°C Cam Resin Pack: 2509

ER2074 Blanche - Bi-composant (17.31: 1) 1,26 16700 | D80 4h 3 60°C 40°C  +130°C 10 Kits: 1kg - 5kg - 25kg

Electrolube® . . 24h a 25°C W Resin Pack : 250g

ER4001 Blanche - Bi-composant (4,43:1) 1,20 4000 D90 Tha80°C+1ha120°C | 40°C  +150°C 17,7 Kit : 25 kg

Electrolube® ) ) . 24ha23°C T Resin Pack: 250g

ER2221 Noire « Bi-composante (13.91:1) 1,20 3000 D90 2h 5 60°C 40°C  +150°C 17,7 Kit: 5 kg
Araldite® CW1312 Beige « Bi-composant (100:16) « 11 6000 D57 48h a 25°C _ . 15 CW1312:Pot 25 kg
Aradur® HY1300 Norme : UL94 V-0 - Classe B (130°C) : 6h a60°C -40°C - +140°C HY1300:Pots 5009+ 25 kg

Electrolube® . . . 24h a 23°C | Resin Packs: 250g - 500g

ER2183 Noire « Bi-composant (12.78 : 1) 11 5000 D90 4h 3 60°C 40°C  +130°C 10 Kits: 5kg+10 kg - 25kg

" Beige - Bi-composant (100:19) « o\ oY= W .
- S\’(”: ::: Norme': UL 94 V-0 - Norme:EN45545:R22 | 0,88 10000 | D88 ?hhaa ;;,CC e o 27 m%%;;t;go?.fkgg
- HL2etR23HL3 - Classe H (>180°C) '
Electrolube® . . 24h a 25°C f Resin Pack:250g
ER2224 Bi-composant (5,85:1) 0,81 20 000 D75 4h 3 60°C 40°C  +150°C 10 Kit:5kg
. Noire « Bi-composant (100:20) « .
Araldite® XB2252 24h 4 25°C R XB2252 : Pot 25 kg
. Norme : UL 94 V-0 - Norme:EN45545 : R22 0,66 2300 D86 S 2 50°C  +155°C 29 XB2253 : Pot 20 k
AradurXB2253 HL1 etR23 HL2- Classe F (155°C) 6ha60°C o9
SILICONE

Dow Corning® Gris « Bi-composant (1:1) - 24h a 25°C i .

TC-6020 Normes : UL94 V-0 & UL RTI 150°C 2,72 10640 | A63 | 13 inggosc | 45°C 200 | 241 Kits:2kg 30k

Dow Corning® Gris « Bi-composant (1:1) 7ha 25°C i "

SE 4430 - Norme : UL94 V-0 0,96 6700 | 0070 | 5 Mina150°C -45°C - +200°C 18 Kits: 2kg - 50 kg
Dow Corning® Gris - Bi-composant (1:1) 24h a 25°C w . .
CN-8760 - Norme : UL94 V-0 0,66 2850 | A52 | 0 iieorc | 45C +200°C 26 |Kits:30kg-50kg

Dow Corning® Gris - Bi-composant (1:1) s oo T -

Sylgard 164 - Normes : UL94 V-0 & UL RTI 150°C 0,64 2100 | Ael 40mina25°C | 45200 19 Kit:30kg
Dow Corning® Gris « Bi-composant (1:1) 24h a 25°C i Kits: 10.8 kg - 49,8k
Sylgard 160 - Normes : UL94 V-0 & UL RTI 150°C 0.62 4865 | AS6 | 4 mina100°C -45°C - +200°C 19 t5:108 kg - 49.8kg

o Gris « Bi-composant (1:1) - Normes \oco A
Ezgggg'“g :UL94 V-0 & UL RTI 150°C - Norme:: 0.5 1700 | 0020 zoi:]ir??s&c asch200°C 14 Kits: 1 kg - 50 kg

EN45545:R22 a R26 HL3

e Gris « Bi-composant (1:1) N i

2;;’;2‘:;”'1”30 - Normes : EN45545-2, UL94 V-0 - 0,48 2135 | A47 | 02:1?:;15080 C | ase itoc 18 |Kits:2kg-10kg-40kg
MIL Spec
POLYURETHANE
Electrolube® Lo . 24ha23°C CT M Resin Pack: 250g
UR5633 Noire « Bi-composante (12.15:1) 1,24 30000 | A90 4h 3 60°C 50°C  +125°C 18 Kit: 5 kg
. . e CW5660 : Pot 25 kg

Arathane® CW5660 Noire « Bi-composant (100:17) 24h a 23°C RN )

PR\ (1AL Norme : UL 94V-0 Classe F (155°C) 0.7 2000 | As> 6h 2 80°C S0 +165°C 19 e §;°k-g"°t 623k

Electrolube® Noire « Bi-composant (7,46 :1) « 24h a 23°C N | Resin Pack: 250g

UR5097 Norme : UL94 V-0 0.65 6000 | A85 4h 4 60°C -40C - +110°C 18 Kits: Skg - 25kg

POLYMERISATION A CHAUD
EPOXY
Grise « Mono composant 6500 a 1ha120°C+1,5ha W
\® ) 0 P 2 k

SR  Vorme:UL94V0- Classe H (>180°C) 3 6o’c | D22 180°C 60°C +180°C NC ot 25kg

Araldite® CW2710-1 Marron « Bi-composant (1:1) « 17 5800a D92 1haooC+1.5ha | mIEEE 25 CW2710: Pot 25kg

IXRNal U PyAR MM Norme: UL 94V-0- Classe H (>180°C) ’ 60°C 140°C -60°C +180°C HW2711: Pot 25 kg

SILICONE

Dow Corning® Gris - Bi-composant (1:1) « S T -

SE 4445 CV Norme : UL94 V-0 1,34 15025 P50 30 min a 120°C -45°C +200°C 5 Kit: 40 kg

Dow Corning® Gris « Bi-composant (1:1) . o i _

TC_AenE Primerless « Norme : UL94 V-0 1 2900 A30 1ha 120°C -45°C +200°C 21 Kits : 2 kg « 30 kg

Dow Corning®
Sylgard Q3-3600
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